
新品发布

1.超薄封装外形，可应用于小型化、薄型化电路；

2.超低结电容，0.2PF（Typ）

3.SCR结构深回扫结构

4.低浪涌钳位电压和高IPP特性
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更多产品详见官网

        扬杰科技近日推出一款DFN1006-2L封装的

ESD产品；封装尺寸小，本体薄，可以满足客户在

高速通信接口需求。该产品具有小封装、低寄生电

容、高浪涌防护和低钳位电压的特性，采购用SCR

结构深回扫技术，适用于需要极低钳位电压需求的

应用电路当中，具有更安全可靠的防护能力。

产品介绍

网络硬盘 拓展坞 PC行业

 Product Name VRRM (V) lR(nA) Ipp(A) VC@IPP(V)
Max Cj TYP(PF) Tj（℃）

SESDULC2V0LB ≥8 50 7 8.5 0.2 125




